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一种用于软包装电芯的通用PCB连接结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于软包装电芯的

通用PCB连接结构，包括串联片、正负极输出片、

PCB复合板；所述PCB复合板上呈矩阵间隔设置多

个极耳槽，极耳槽一侧设有覆铜镀锡焊盘，PCB复

合板边缘设置多组采样端子；所述串联片焊接在

相邻两个覆铜镀锡焊盘上；所述正负极输出片焊

接在覆铜镀锡焊盘上，正负极输出片端部压铆设

置有螺柱；本实用新型提供了一种快速便捷的软

包电芯PCB连接结构，使用成本低，灵活度高，开

发周期短。
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1.一种用于软包装电芯的通用PCB连接结构，其特征在于，包括串联片、正负极输出片、

PCB复合板；所述PCB复合板上呈矩阵间隔设置多个极耳槽，极耳槽一侧设有覆铜镀锡焊盘，

PCB复合板边缘设置多组采样端子；所述串联片焊接在相邻两个覆铜镀锡焊盘上；所述正负

极输出片焊接在覆铜镀锡焊盘上，正负极输出片端部压铆设置有螺柱。

2.如权利要求1所述的一种用于软包装电芯的通用PCB连接结构，其特征在于，所述覆

铜镀锡焊盘边缘设有采样焊盘。

3.如权利要求1所述的一种用于软包装电芯的通用PCB连接结构，其特征在于，所述PCB

复合板上、串联片、正负极输出片均为铜铝双层结构，上层为铝材质，下层为铜材质。
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一种用于软包装电芯的通用PCB连接结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池组生产领域，具体为一种用于软包装电芯的通用PCB连接结

构。

背景技术

[0002] 对于目前锂离子软包装电芯的极耳连接方式来说，随着自动化设备的使用，越来

越多的开始使用激光焊焊接的方式替代原有的锡焊或者螺丝连接结构，目前常见的激光焊

连接方式如下：

[0003] 单只电芯采用塑料支架框的方式实现激光焊，这种方式有两个限制，一个是塑料

支架需要开模具，这样开发周期会加长，且只能用于批量产品，产品类型单一，无形中就降

低了其市场竞争力；另外一方面，该种方式如果采用FPC的方式连接固定，那么产品成本直

接提升，价格就不占有优势，还有通过螺丝固定或者激光焊接的方式，每根采样线都需要固

定，生产效率较低。

发明内容

[0004] 为了解决上述背景技术中存在的问题，本实用新型提供了一种用于软包装电芯的

通用PCB连接结构。

[0005] 一种用于软包装电芯的通用PCB连接结构，包括串联片、正负极输出片、PCB复合

板；所述PCB复合板上呈矩阵间隔设置多个极耳槽，极耳槽一侧设有覆铜镀锡焊盘，PCB复合

板边缘设置多组采样端子；所述串联片为铜铝双层结构，串联片焊接在相邻两个覆铜镀锡

焊盘上；所述正负极输出片为铜铝双层结构，正负极输出片端部压铆设置有螺柱；

[0006] 进一步，所述覆铜镀锡焊盘边缘设有采样焊盘。

[0007] 进一步，所述PCB复合板上、串联片、正负极输出片均为铜铝双层结构，上层为铝材

质，下层为铜材质。

[0008] 本实用新型的有益效果如下：

[0009] 解决了目前激光焊工艺中，不同电芯都需要开发支架框模具的问题，既节约了开

发模具的成本，还避免了模具开发周期过长的问题，只要每款产品设计图纸，即可加工制

作，时效性也大大提高。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型中的PCB复合板结构示意图；

[0011] 图2是本实用新型中的串联片的结构示意图；

[0012] 图3是本实用新型的正负极输出片的结构示意图。

[0013] 图4是本实用新型的使用状态示意图。

[0014] 1串联片、2正负极输出片、3PCB复合板、4覆铜镀锡焊盘、5采样端子、6螺柱、7采样

焊盘、8极耳槽、9极耳。
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具体实施方式

[0015] 下面结合附图具体描述本方案。

[0016] 附图1为PCB复合板结构图，该图中PCB复合板采用铜铝复合结构，上层为铝材质，

底层为铜材质。PCB复合板3上呈矩阵间隔设置多个极耳槽8，极耳槽8一侧设有覆铜镀锡焊

盘4，其中串联片1和正负极输出片2通过回流焊的方式，焊接到PCB复合板3上的覆铜镀锡焊

盘4上，采样端子5通过波峰焊焊接到PCB复合板3；  PCB复合板3上集成了电压采集结构，其

中，对于电压采样，本方案兼容了两种不同的结构，对于不同的产品和客户要求，可以选用

合适的采样结构，PCB复合板3上的覆铜焊盘4一侧设有采样焊盘7，对于客户要求采样部分

需要输出线束的方式，可以采用此方案，在采样焊盘7上可以直接焊接采样线，这样就可以

实现原来锡焊结构的整束采样线的输出方式，也实现了原来锡焊结构模组的效果。而如果

模组内部简单美观的话，可以选用采样端子5，模组直接输出采样端子5即可，另外，这两种

方式也可以同时辅助使用，正常情况用采用采样端子5，如果采样的覆铜破损或者断开的

话，这部分采样线路也可以用采样焊盘7的锡焊方式替代。

[0017] 附图2所示为串联片结构图，该串联片1采用铜铝复合结构，上层为铝材质，底层为

铜材质；附图3所示为正负极输出片结构图，该正负极输出片2也是采用铜铝复合结构，上层

为铝材质，底层为铜材质，螺柱6为压铆上去的，用于接正负极输出导线的线鼻；

[0018] 本实用新型的工作方式如下：

[0019] 结合附图4可以看出，软包装电芯和PCB复合板的组合过程，当需要进行电芯的串

联组合时，需要将每个电芯的极耳9穿过PCB复合板3上的极耳槽8，然后弯折90度，使其紧贴

覆铜镀锡焊盘4，同理将其他电芯的极耳依次穿入极耳槽8，对于有正负极输出片和串联片

的位置，极耳弯折90度后，使其分别紧贴正负极输出片表面和串联片表面即可，全部极耳穿

入和弯折完毕后，采用极耳碾平工装，将所有的极耳碾平处理，然后就可以上线到激光焊工

作台上，进行激光焊接。

[0020] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来

说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进

行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应

包含在本实用新型的保护范围之内。
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图 1

图 2

图 3
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图 4
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